
重压之下，国产 EDA 软件之光即将到来 

 

一、美国商务部重压 

2020 年 5 月 15 日，美国商务部公布了对华为搞许可证禁令的计划。这个

新闻大家都知道了，实质就是，美国准备禁止业界公司代工生产华为设计的芯

片。 

根据之前的报道，代工产线如果美国技术来源超过 10%，就不能给华为代

工，去年的禁令比例是 25%，降到 10%对华为再来一次打击。业界分析，有些产

线美国技术占比已经在 10%以下，如台积电 7nm 产线就不受影响，对华为并非

致命影响。 

所以这次，美国搞的是“一定能成功”的重手：芯片代工厂为华为生产任

何芯片，只要用了美国的软件和硬件设备，就需要许可证。这个比例就搞成了

无限小，全球任何产线都绕不过去。而且，对于华为用美国 EDA 工具设计的芯

片，也需要美国许可证。 

 

字面意义来说，美商务部公布的是一个许可证制度，不是禁令。另外，芯

片代工厂在 5月 15 号之前已经投入生产的华为订单，有 120 天可以用于完成出

货。这里有一个 CCL，美国商务部管控名单，如 Cadence、Synopsis 提供的 EDA

软件，Applied Materials（应用材料）提供的芯片加工硬件设备。 

因此，美国为了实现打垮华为的目的，禁止美国公司和华为做生意还不

够，甚至要求其它国家的公司也不和华为做生意。美商务部分析后发现，美国



技术来源占比低于 10%的限制，对华为打击不够，需要终极一招：只要用了美

国技术，就得听美国的。 

但是当前全球工业化分工的程度已经非常深了，整个业界是许多公司紧密

合作才能向前发展的，没有一家公司能独立生存。华为不可能自己什么都去

做，总有许多环节要依赖别的公司，美国一堆芯片公司也只有 Intel 自己有芯

片工厂。华为做不了代工，而且也需要用美国 EDA 工具，是之前买的 Cadence

的软件，虽然不给升级支持了，但以前买的是能用的，也没禁用。 

因此，美国这个新禁令框架从战术上来说，是可以实现“狠狠打击华为”

的目标。这一点不需要怀疑：如果美国发狠不给许可证，全球芯片代工公司就

没法和华为做生意了，华为必然损失惨重。 

 

二、芯片产业几十年来发生了什么？ 

纵观集成电路乃至半导体产业近八十年的发展历程，在全球范围内相关技

术发展、市场需求变化、产业聚集和分工等情况，与下游工业、电子信息、通

信等重要应用领域相互影响和促进，形成了在技术上不断迭代出高集成度、高

智能化应用，在市场需求上不断追求微小型化、低功耗、高可靠性电子元件，

在地理格局上“由西向东”，在分工上专业化分工水平不断提高等显著趋势。

具体示意如下： 

 



三、全球芯片产业发展历程是什么？ 

第一阶段： 

20 世纪 40 至 60 年代，半导体产品线单一、专业化分工水平低、未出现产

业细分现象。 

为改进传统电子管技术并推进计算机性能的提升，美国贝尔实验室在 1947

年成功制造第一个晶体管。此后，在军方需求推动下，IBM、AT&T 等厂商大力

推进具备体积、功耗、可靠性、运算速度等优势的晶体管技术，以取代真空电

子管，这直接带动了半导体产业的起步。 

该阶段，半导体产品线单一，专业化分工水平较低，业内企业主要采用

“垂直整合”的经营模式。相关企业内设有与半导体产品制造相关的所有部

门，各类产品主要满足自身计算机终端的设计需求，尤其是军用领域的需求。

其代表性产品包括 AT&T 制造的第一台全晶体管计算机 TRADIC、IBM 研制的小型

数据处理计算机 IBM1401 等。此后，计算机终端产品及其半导体器件相互促

进、共同进化，在德州仪器、英特尔、超威半导体等电子信息巨头的带动下，

以微处理器领域为代表的美国半导体产业持续蓬勃发展。 

 

第二阶段： 

20 世纪 70 至 80 年代，半导体产业专业化分工水平提高，专业 IC 器件制

造厂商陆续出现 

因军事项目被全面禁止，日本以晶体管收音机、电子计算器等民用电器为

切入点，进入半导体产业。该时期，日本政府引导“官产学”一体化研发，以

日立、NEC、富士通、三菱、东芝等大型电子信息公司为核心，联合各类研究机

构，实施“超大规模集成电路（VLSI）”计划。项目实施四年间，共取得千余

项专利，大幅度提升了日本 VLSI 产品 15 的制造技术，特别在大型机半导体存

储器（DRAM16）方面形成了技术突破，实现了 64K、256K 和 1MDRAM 的产业化。

随后，受益于全球大型计算机市场的快速发展，DRAM 产品相关需求剧增。日本

企业凭借产品的高可靠性和高品质，在与美国传统磁芯存储产品的竞争中占据

优势，并在全球市场跃居首位，最终推动了半导体产业的第一次产业转移。 



该阶段，半导体产业专业化分工水平进一步提高，出现了“集成器件制

造”（IDM，Integrated Design and Manufacture）的经营模式，即负责设

计、生产、封装、测试全流程的专业化 IC 厂商出现；其可满足系统厂商对各类

IC 产品的需求，使得整个 IC 设计和制造过程与终端产品制造实现分离。该模

式是行业技术发展、规模效应显现的结果，提升了行业进入门槛，有利于 IC 设

计、生产等环节的协同优化。 

 

第三阶段： 

20 世纪 90 年代至 21 世纪初，半导体产业细分化趋势加速，ASIC 和垂直代

工模式出现 

随着个人 PC 时代来临，对 DRAM 产品的要求由高可靠性、长寿命等，转为

低成本。在韩国政府的支持下，三星、现代和金星社（LG 前身）等大型电子信

息公司采用财团主导的 IDM 模式，摒弃了大型机时代高性能 DRAM 技术。凭借强

大的资本优势，该等企业在个人 PC 机存储器领域实现了技术赶超，于 1992 年

开发出全球第一款 64MDRAM 产品。其产业链地位也从简单的装配生产提升到精

密的晶片加工，产品成本优势明显。此外，以三星为代表的韩国企业，充分利

用美日半导体反倾销诉讼、亚洲金融危机以及数次市场波动，采取“集中”策

略，不断扩大产能和技术优势，转危为机，最终成为市场领导者。 

该阶段，个人 PC 产品的差异化竞争日益激烈，这直接导致 IC 产品定制化

程度和产业专业化分工水平提高。其主要表现为：专用集成电路（ASIC，

Application Specific Integrated Circuit）技术诞生以及“垂直代工”经营

模式出现。该模式下，IC 产品制造流程由独立的 IC 设计企业（Fabless）、晶

圆生产企业（Foundry）、封装及测试企业（OSAT）分别承担，一方面减轻了在

IDM 模式下厂商较重的经营负担，提升了 IC 产品设计的灵活性和定制性；另一

方面，根据各个地区资源禀赋差异，IC 生产和封测等环节可进行产业转移及优

化配置，这将提升全行业的规模效应、加速全产业流程的技术迭代。在此期

间，台湾政府大力扶持半导体产业发展，催生了台积电、联华电子等巨头厂

商；该等厂商凭借 Foundry 模式的优势，带动了全产业链在台湾的繁荣。韩国

和台湾的产业崛起，标志着半导体产业的第二次产业转移。 



第四阶段： 

21 世纪初至今，半导体产业呈现极强的专业化多种细分领域，各细分领域

壁垒逐渐清晰 

21 世纪初，中国大陆的半导体产业经历了低端制造承接、长期技术引进、

高端人才培育等较长的时间周期，逐步完成了产业的原始构建，半导体产业持

续升温。最近十年，受益于政策支持、产业发展环境完善、人才回流、资本青

睐等因素，中国大陆的半导体产业实现了全面布局和全产业高速发展。尤其在

当前的移动通讯时代，凭借人口红利和市场优势，中国大陆实现了通信等重要

领域 IC 产品自给率的提升，半导体产业第三次产业转移趋势已然显现。在此过

程中，以华为海思、紫光展锐为代表的 IC 设计厂商兴起，以中芯国际为代表的

代工厂商制造工艺不断提升，以长电科技、华天科技为代表的封测厂商，在产

能和工艺上 

已接近国际先进水平，具体示意如下： 

 

当前，工业自动化、新能源汽车、生物医疗、可穿戴设备、5G 通讯等市场

需求旺盛，物联网、AI 等高技术领域飞速发展，对相关终端产品功能和性能的

要求进一步升级。这一方面为半导体产业发展开拓了新的下游应用领域，使其

成为创新最为活跃的产业之一；另一方面加大了 IC 设计难度和产品开发成本，

进而推动了垂直代工模式下产业分工的持续细化。未来，随着中国大陆 IC 设计

产业格局的不断丰富，围绕 IC 设计全流程的专业化解决方案提供商、IP 提供

商涌现，相关设计服务范围亦不断扩大。 

 

 



四、全球芯片产业目前是如何分工的？ 

集成电路产业链主要包括：上游支撑层、中游制造层及下游应用层等。 

 

产业链上游为支撑层，主要包括技术服务商、软件供应商、材料及设备供

应商等。其中，技术服务商针对 IC 设计、生产、测试、封装及技术研发等环节

提供各类模块化/专业化技术服务；软件供应商主要从事电子设计自动化软件开

发、授权和服务；材料及设备供应商提供 IC 设计和制造全过程所需的晶圆片、

光刻胶、掩模版等原材料，以及硅片制造、晶圆制造、封测及辅助等专用设

备。 

产业链中游为制造层，主要包括 IC 设计、生产、封装和测试企业。其中，

IC 设计企业通过对 IC 系统、逻辑、电路和性能的研究设计，最终转化为物理

设计版图；IC 生产企业负责晶圆生产，其主流工艺为：利用设计版图制作光掩

模版，并以多次光刻的方法将电路图形呈现于晶圆上，最终在晶圆表面/内部形

成立体电路；IC 封装企业主要将加工完成的晶圆，进行切割、封塑和包装，以

保护管芯并最终形成芯片产品；IC 测试企业主要对芯片的可靠性、稳定性等进

行检测。 



产业链下游包括各应用领域的系统厂商或制造商。该等企业最终将各类芯

片成品集成于自身产品（如工业产品、消费电子产品、计算机相关产品、通信

及周边产品）中并投入市场。具体如下： 

 

 

五、市场发展情况 

1、全球 IC 产业总体市场情况 

伴随全球信息化、网络化和知识经济的高速发展，半导体产品创新和技术

代较快，其下游应用领域不断拓展。 

2009 年至 2018 年，全球半导体市场整体规模稳步增长，其中亚太地区

（除日本外，下同）在 2018 年市场占比超过 60%，年均复合增长率达 10.03%；

同时，集成电路产业作为半导体产业的核心，全球市场规模占比持续高于

80%，亦实现了快速增长。具体如下： 



 

在集成电路产业中，2009 年至 2018 年，存储器、逻辑电路、微处理器、

模拟电路等各种功能的 IC 均实现了不同程度的增长，其中存储器 IC 增长较

快。具体如下： 

 

2、中国大陆地区 IC 产业市场情况 

受相关产业政策支持，以及下游应用领域需求旺盛等因素的影响，本世纪

以来中国大陆地区集成电路产业实现了跨越式发展，并快速追赶半导体发达国

家/地区的工艺水平。 



2009 年至 2018 年，IC 产业销售额由 1,109.03 亿元提升至 6,532.00 亿

元，年均复合增长率 21.78%。其中，IC 设计、生产及封测三大子行业均实现了

快速增长。具体如下： 

 

根据中芯国际（00981.HK）公告的 2019 年年度业绩情况，其 14 纳米技术

平台已成功完成研发和客户导入，并顺利进入量产。这标志着我国大陆地区的

I设计、生产能力达到了新的历史阶段。 

未来几年，在贸易保护主义抬头、贸易摩擦加剧等外部环境下，通过对先

进技术的集成创新和再创新，我国 IC 产业将迎来新的产业升级浪潮。同时，受

益于政府采购理念的变化和引导、军队改革落地等因素，IC 产业技术自主可

控、产品国产化等发展趋势进一步明确，这将推动全产业形成进口替代效应。 

 

六、IC 设计业市场情况 

集成电路设计主要是根据终端市场需求，设计开发各类 IC 产品，属于典

型的技术、资金密集型业务。其在很大程度上决定了终端产品的功能、性能及

制造成本等属性，是 IC 产业中对科研实力和技术水平要求较高的环节。目

前，IC 设计者普遍采取垂直整合、IDM 和 Fabless 等模式，设计工作相应由

终端制造厂商、集成器件制造商及独立的芯片设计商承担。其中，Fabless 模

式以其轻资产、定制化等优势，更好的适应了 IC 产业技术迭代加快、产品开

发周期缩短等新要求，成为行业主流经营模式。 



本世纪以来，我国大陆地区 IC 设计业持续快速发展。根据中国半导体协

会（CSIA）及其下设的集成电路设计分会（ICCAD）统计： 

第一，从市场规模来看，IC 设计业销售规模从 2009 年的 269.91 亿元提

升至 2018 年的 2,519.30 亿元，年均复合增长率达 28.17%。 

第二，从产业结构来看，我国大陆地区 IC 设计业占全产业链比重由 2009

年的 24.34%增长至 2018 年的 38.57%，整体发展速度高于全产业平均水平。 

第三，从市场格局来看，2019 年 IC 设计企业达 1,780 家，企业数量最

近十年年均复合增长率为 13.23%；2019 年市场集中度为 50.50%20，较十年前

提升了 20 个百分点以上。 

第四，从区域分布来看，我国大陆地区 IC 设计产业稳定分布于长三角、

珠三角、北京及西安等地区；2017 年及 2018 年，主要城市 21IC 设计业销售

额达 1,751.1 亿元和 2,327.6 亿元，相关城市销售额过亿元的 IC 设计企业

数量达 156 和 160 家，占全国整体比重均较高。 

近年来，在工业自动化、汽车电子、航天航空、生物医疗、AI、5G 通讯等

新兴下游产业的带动下，我国 IC 设计相关市场活力将进一步释放。 

1、IC 设计服务行业 

上世纪九十年代起，Fabless 产业经营模式快速发展，专注于 IC 设计的

公司涌现，产业专业化分工水平和合作效率显著提升。本世纪初，IC 产品的设

计复杂度、开发风险等门槛提高。具体表现为：单颗芯片可容纳晶体管数量激

增、晶体管单位成本快速下降、采用先进工艺节点的设计及流片成本提升等

22。同时，终端产品技术迭代加快、生命周期缩短，下游系统厂商不断向产业

链上游延伸。上述因素造成 IC 设计业对工作效率和产品定制化水平的要求越

来越高、产业分工持续细化，相关设计服务业快速发展。 

一般而言，IC 设计服务指针对 IC 研发/设计环节的分析、设计外包等服

务，以及后续流片、封装及测试的委外管理服务。该等业务的出现，可使得 IC 

设计者、系统厂商更好的发挥核心优势，专注提升产品竞争力，如需求挖掘、

产品定制、精准营销等。其中，可提供“一站式”IC 分析服务及设计服务的解

决方案提供商，凭借分析技术和 IP 平台优势、专业高效的服务，将不断获得

市场认可。 



2、电子设计自动化（EDA）软件开发行业 

在产业发展历程中，随着 IC 工艺制程的缩小，IC 设计规模及金属层数不

断增加，设计环节中对利用计算机提高设计自动化程度相关需求持续提升，电

子设计自动化技术持续进化。 

一般而言，EDA 是在计算机的辅助下完成电子产品设计方案输入、处理、

仿真和下载的先进硬件设计技术。EDA 软件从计算机辅助设计（CAD）、计算机

辅助制造（CAM）、计算机辅助测试（CAT）和计算机辅助工程（CAE）软件进化

发展而来，凝聚了大量数学、图论、物理、材料、工艺等学科知识。该等软件

可帮助 IC 设计者从概念、算法、协议等开始设计电子系统，实现对逻辑的编

译化简、分割、布局和优化，完成从电路设计、性能分析到设计版图等复杂过

程，可大幅提升 IC 设计的效率和灵活性，其已成为现代 IC 设计必不可少的

基础性工具之一。根据功能和应用场景，集成电路 EDA 软件可分为电路设计与

真工具、PCB 设计软件、IC 设计软件、FPGA 设计工具等。 

长期以来，EDA 软件全球市场主要由铿腾电子（Cadence）、新思科技

（Synopsys）和明导国际（Mentor Graphics）三家主导。随着半导体产业第三

次产业转移的持续深化，我国 EDA 软件市场逐步激活；目前，国产 EDA 软件

在项目定制化、产品兼容度等方面优势显现，特别在产品工艺/技术分析等细分

领域，相关功能、属性已与国际成熟产品接近。尤其在中美贸易战等事件发生

后，IC 设计产业链的进口替代需求提升，具备较好产品和技术积淀的开发者将

占据一定先发优势。 

 


